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Wir fiillen die Liicken!




Kupferbad SLOTOCOUP SF 30

Das Glanzkupferbad SLOTOCOUP SF 30 wird bei der
Produktion von HDI-Leiterplatten eingesetzt um in
einem Verfahrensschritt Blind Microvias zu fiillen,
das Leiterbild aufzubauen und Durchgangsbohrungen
zu metallisieren. Hierbei wird aber nur eine sehr
diinne Kupferschicht auf der Leiterplattenoberflache
abgeschieden. Die erreichbare Einebnung ist auBer-
gewohnlich, die Streufahigkeit und Metallverteilung
sind exzellent. Das Glanzkupferbad SLOTOCOUP SF 30
wird mit MMO-Anoden betrieben und kann sowohl
in vertikalen Durchlaufanlagen als auch in Standard-
vertikalanlagen zum Einsatz kommen. Die Metallver-
teilung lasst sich durch Steuerung der Stromdichte
und Elektrolytzusammensetzung an die geometrischen
Bedingungen der zu beschichtenden Leiterplatten
anpassen. Der Ansatz und die Ergénzung erfolgt mit
drei Fliissigzusatzen.

Kupferbad SLOTOCOUP BV 110

Das Glanzkupferbad SLOTOCOUP BV 110 wird bei der
Produktion von HDI-Leiterplatten eingesetzt um in
einem Verfahrensschritt Blind Microvias zu fiillen,
das Leiterbild aufzubauen und Durchgangsbohrungen
zu metallisieren. Die aus dem Glanzkupferbad
SLOTOCOUP BV 110 abgeschiedenen Schichten sind
hochgldnzend, weisen eine hervorragende Einebnung
auf und sind duktil. Der Elektrolyt wird mit
MMO-Anoden betrieben und kann sowohl in vertika-
len Durchlaufanlagen als auch in Standardvertikalan-
lagen zum Einsatz kommen. Der Ansatz und die Er-
ginzung erfolgt mit drei Fliissigzusatzen. Die

Kupferbad SLOTOCOUP BV 50

Das Kupferbad SLOTOCOUP BV 50 wird bei der Produk-
tion von HDI-Leiterplatten eingesetzt, um in einem Ver-
fahrensschritt Blind Microvias mit Kupfer zu fiillen, das
Leiterbild aufzubauen und Durchgangsbohrungen zu
metallisieren. Das Kupferbad SLOTOCOUP BV 50 ist von
den Eigenschaften der abgeschiedenen Schichten als
auch von der Performance was Einebnung, Metallvertei-
lung und Streufahigkeit anbelangt mit SLOTCOUP BV 110
vergleichbar. Das Kupferbad SLOTOCOUP BV 50 wurde
aber speziell fiir den Einsatz in vertikalen Durchlaufan-
lagen entwickelt, die mit Kupferanoden ausgestattet

Konzentrations- und Arbeitsbereiche

Bereich

Kupfer [g/1] 40 -60

Schwefelsgure [mlI/1] 16- 43

[g/1] 30- 80

Chlorid [mg/l] 50-70

Temperaturbereich [°C] 18-22
kathodische Stromdichte ~ [A/dm?] 1-2

Konzentrations- und Arbeitsbereiche

Bereich

Kupfer [g/1] 50-65

Schwefelsdure [ml/1] 10 -50

lo/l 20-90

Chlorid [mg/l] 40-70

Temperaturbereich [°C] 18-22
kathodische Stromdichte  [A/dm?] 1-2

Metallverteilung lasst sich durch Steuerung der Strom-
dichte und Elektrolytzusammensetzung an die geomet-
rischen Bedingungen der zu beschichtenden Leiterplat-
ten anpassen.

Konzentrations- und Arbeitsbereiche

Bereich

Kupfer [g/1] 30-60

Schwefelsdure [mlI/1] 20 -50

[g/1] 35-90

Chlorid [mg/l] 50-70

Temperaturbereich [eC] 18-22
kathodische Stromdichte  [A/dm?] 1-2

sind. Die Metallverteilung ldsst sich auch hier durch
Steuerung der Stromdichte und Elektrolytzusammen-
setzung an die geometrischen Bedingungen der zu
beschichtenden Leiterplatten anpassen.



Kupferbad SLOTOCOUP CU 210

Das Kupferbad SLOTOCOUP CU 210 ermdglicht in
Kombination mit Reverse Pulse Plating eine ausge-
zeichnete Metallverteilung in Durchgangsbohrun-
gen. Die erhaltenen Kupferiiberzlige sind feinkdrnig
und duktil. Da héhere mittlere Stromdichten als bei
Gleichstromabscheidung mdglich sind, kann eine
erhebliche Verkiirzung der Beschichtungszeit bei
gleichzeitig exzellenter Metallverteilung erreicht
werden. Das Kupferbad SLOTOCOUP CU 210 kann
auch mit Gleichstrom betrieben werden und liefert
dann gldnzende, feinkdrnige und duktile Kupfer-
niederschldge. Der Elektrolyt wird nur mit zwei
Zusatzen betrieben.

SLOTOCOUP PRT 120

Konzentrations- und Arbeitsbereiche

Bereich
Kupfer [g/1] 18- 30
Schwefelsdure [m/1] 90-100
Chlorid [mg/I] 50 -100
Temperaturbereich [°C] 22-35
Reverse Pulse Plating Stromdichten
forward (kathodische Phase)  [A/dm?] 1,0-4,0
reverse (anodische Phase) [A/dm?] 2,0-12,0
Puls-Zeitzyklus
forward (kathodische Phase) [ms] 10-30
reverse (anodische Phase) [ms] 05-2,0

SLOTOCOUP PRT 120 D

Das Kupferbad SLOTOCOUP PRT 120 D ist ein speziell
fiir den Einsatz mit Direktmetallisierungverfahren ent-
wickelter Elektrolyt. SLOTOCOUP PRT 120 D ermdglicht
eine schnelle Belegung der Bohrhiilsen und gewahrt
eine ausgezeichnete Deckfdhigkeit gepaart mit einer
guten Metallverteilung. Die abgeschiedenen Kupfer-
schichten sind feinkdrnig, duktil und maBig gldnzend.
Der Elektrolyt wird nur mit zwei Zusatzen betrieben
die sowohl fiir den Ansatz als auch fiir die laufenden
Ergdnzungen verwendet werden. Die Konzentrationen
der Zusatze konnen mittels CVS kontrolliert werden,
somit ist eine optimale Steuerung des Bades mdglich.

Konzentrations- und Arbeitsbereiche

Bereich
Kupfer [g/1] 12-23
Schwefelsdure [m/N 90-115
Chlorid [mg/I] 70-100
Temperaturbereich [°C] 20-25
Reverse Pulse Plating Stromdichten
forward (kathodische Phase)  [A/dm?] 1-6
reverse (anodische Phase) [Aldm?] 2-12
Puls-Zeitzyklus
forward (kathodische Phase) [ms] 10-30
reverse (anodische Phase) [ms] 0,5-2,0
DC-Plating (Gleichstrom)
kathodische Stromdichte  [A/dm?] 10-2,5

Das Kupferbad SLOTOCOUP PRT 120 wurde entwickelt,
um die Vorteile von Reverse Pulse Plating (periodische
Stromumkehr) in  Verbindung  mit  vertikalen
Durchlaufanlagen optimal zu nutzen. Kupferbad
SLOTOCOUP PRT 120 scheidet mit Reverase Pulse Pla-

ting feinkdrnige Kupferschichten mit ausgezeichneter
Metallverteilung bei erheblich verkiirzter Beschich-
tungszeit ab. Der Elektrolyt wird nur mit einem Zusatz
betrieben. Das Kupferbad SLOTOCOUP PRT 120 kann
auch mit Gleichstrom (Direct Current Plating) betrieben
werden und scheidet dann glanzende, feinkornige,
duktile Schichten ab.

Konzentrations- und Arbeitsbereiche
Bereich

Kupfer [g/1] 10-25
Schwefelsdure [mlI/1] 90-120
lo/1] 160 - 220
Chlorid [mg/I] 50-80
Temperaturbereich [°C] 20-30
kathodische Stromdichte  [A/dm?] 1-4

Auch (iber ldngere Betriebszeiten entstehen keine
storenden Abbauprodukte, so dass aufwendige Reini-
gungen mit Aktivkohle entfallen. Das Kupferbad
SLOTOCOUP PRT 120 D kann auch als RPP-Elektrolyt
(Reverse Pulse Plating) betrieben werden.



Kupferbad SLOTOCOUP CU 140

Das Kupferbad SLOTOCOUP CU 140 wurde speziell
zum Beschichten - jedoch nicht zum Fiillen - von
Blind Microvias entwickelt und eignet sich ebenfalls
gut zum Metallisieren von Durchgangsbohrungen. Der
Elektrolyt scheidet gldnzende Schichten mit geringen
inneren Spannungen, guter Duktilitdt und hervorra-
gender Metallverteilung ab. Die Metallverteilung
lasst sich durch Steuerung der Stromdichte und
Elektrolytzusammensetzung an die geometrischen
Bedingungen der zu beschichtenden Leiterplatten
anpassen. Dieser Elektrolyt zeichnet sich ebenfalls
durch eine gute Kompatibilitat zu Direktmetallisie-
rungsverfahren aus. Der Ansatz und die Ergdnzung
erfolgt mit drei Flissigzusatzen.
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Konzentrations- und Arbeitsbereiche
Bereich

Kupfer [g/1] 20-35
Schwefelsgure [ml/1] 80-110
[/l 150 - 200
Chlorid [ma/l] 50-70
Temperaturbereich [°C] 18-22
kathodische Stromdichte  [A/dm?] 1-4
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Kupferbad SLOTOCOUP CU 50

Konzentrations- und Arbeitsbereiche

Bereich
Kupfer [g/1] 10-25
Schwefelsdure [ml/1] 90-120
[/ 160 - 220
Chlorid [mg/I] 50 -80
Temperaturbereich [°C] 18-30
kathodische Stromdichte  [A/dm?] 1-4

Das Kupferbad SLOTOCOUP CU 50 wird bei der gal-
vanischen Verkupferung von Leiterplatten nach dem
Direktmetallisieren zur Vorverstarkung und zum Lei-
terbildaufbau eingesetzt. Das Bad ermdglicht eine
gute Metallverteilung, eine rasche Belegung der
Bohrhiilsen und eine ausgezeichnete Deckfdhigkeit.
Die Kupfer Ulberziige sind feinkérnig, maBig glan-
zend und duktil. Da die Konzentrationen der organi-
schen Zusatze mittels CVS kontrolliert werden kdn-
nen, ist eine optimale Steuerung des Bades mdoglich.
Auch iiber ldngere Betriebszeiten entstehen keine
stérenden Abbauprodukte, so dass aufwendige Rei-
nigungen mit Aktivkohle entfallen.



SLOTOCOUP HL 10 %

Kupfer [g/1] 20-35
Das Kupferbad SLOTOCOUP HL 10 wird fiir die SawEEE e [m/I] 90-115
Galvanisierung von Leiterplatten in horizontalen (g/1] 170-220
Durchlaufanlager.\ mit u.nlos||“chen Angden einge- Chlorid [ 70-100
setzt. Das Bad ist speziell fiir periodische Strom ;

Temperaturbereich [°C] 18-30

umkehr (Reverse Pulse Plating) entwickelt worden. - -
Das Kupferbad SLOTOCOUP HL10 liefert fein- | REVers Pulse Plating Stromdichten

kérnige, duktile Uberziige mit ausgezeichneter inatdiipsdiciad R =15
Metallverteilung. Der Ansatz und die Ergéinzung des | TEVErSe (anodische Phase) [A/dm’] =Y
Elektrolyten erfolgt mit zwei Zusdtzen. Kupferbad Puls-Zeitzyklus

SLOTOCOUP HL 10 kann auch mit Gleichstrom forward (kathodische Phase) [ms] 10-50
(Direct Current Plating) betrieben werden und liefert reverse (anodische Phase) [ms] 0,5-2,0
dann glu'a'nzende, feinkdrnige und duktile Kupfernie- DC-Plating (Gleichstrom)

derschldge. kathodische Stromdichte  [A/dm?] 3-10

panel  pattern RPP DC Horiz.- vert. Durch- Stdrd.  Blind Microvia Anoden-
plating plating anlage laufanl. Vertikalanl. Filling technik
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